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1 Abnahmekriterien fiir elektronische Baugruppen

Vorwort (Fortsetzung)

1.1 Anwendungsbereich Diese Richtlinie ist eine Zusammenstellung von Abnahmekriterien fiir die visuelle Inspektion
elektronischer Baugruppen. Diese Richtlinie enthalt keine Kriterien zur Bewertung von Schliffbildern.

Dieses Dokument prasentiert Abnahmeanforderungen fiir die Herstellung elektrischer und elektronischer Baugruppen.
Fruher enthielten Richtlinien fur elektronische Baugruppen umfassende Anleitungen zu Grundlagen und Techniken. Um die
Empfehlungen und Forderungen dieses Dokuments besser zu verstehen, kann man es in Verbindung mit IPC-HDBK-001,
IPC-AJ-820 und IPC J-STD-001 verwenden.

Die Kriterien dieser Richtlinie sollen weder Prozesse zur Baugruppenfertigung definieren, noch Reparaturen oder Anderungen
an Kundenprodukten autorisieren. Beispiel: Die Existenz von Kriterien fiir Klebeverbindungen von Komponenten impliziert/
autorisiert/fordert nicht die Verwendung von Klebeverbindungen. Die Darstellung eines im Uhrzeigersinn um einen
Anschlusspfosten gewickelten Drahtes impliziert/autorisiert/fordert nicht, dass alle Drahte/Anschliisse im Uhrzeigersinn
gewickelt werden sollen.

Die Anwender dieser Richtlinie sollten die anwendbaren Anforderungen dieses Dokuments verstehen und wissen, wie sie
anzuwenden sind.

Nachweise Uber dieses Fachwissen sollten aufbewahrt werden. Wenn keine Nachweise vorhanden sind, sollte
das Unternehmen die Fachkenntnisse des Personals regelmaRig Uberprifen, um sicherzustellen, dass die visuellen
Abnahmekriterien richtig angewendet werden.

IPC-A-610 enthalt Kriterien zu Handhabung, mechanischen und anderen Verarbeitungsanforderungen. Diese liegen auerhalb
des Anwendungsbereichs von IPC J-STD-001. Tabelle 1-1 ist eine Zusammenfassung weiterfiihrender Dokumente.

Tabelle 1-1 Zusammenfassung weiterfiihrender Dokumente

Anwendungsbereich | Spezifikation Beschreibung

Designrichtlinie IPC-2220 Designanforderungen mit drei Komplexitatsgraden (Stufe A, B oder C), die auf feinere
(Serie) Geometrien, grof3ere Dichte und mehr Prozessschritte zur Fertigung des Produktes
IPC-7351 hinweisen.
IPC-CM-770

Richtlinien fir Bauteile und Montageprozesse als Hilfe fiir das Design der unbestlckten
Leiterplatte und der Baugruppe. Die Leiterplattenprozesse konzentrieren sich auf SMD-
Anschlussflachen, die Montage beinhaltet Grundlagen der Durchsteck- und SMD-Technik,
die in den Designprozess und die Dokumentation gewohnlich einbezogen werden.

Anforderungen an IPC-6010 Dokumentation zu Anforderungen und Abnahmekriterien flr starre, starr-flexible, flexible und
die Leiterplatte (Serie) andere Arten von Substraten.

IPC-A-600
Endprodukt- IPC-D-325 Dokumentation, die leiterplattenspezifische Anforderungen an das Endprodukt gemaf
Dokumentation Kunden-Design oder Anforderungen an die Montage des Endproduktes enthalt. Details

kénnen, missen sich aber nicht, auf Industriespezifikationen oder Ausfihrungsnormen bzw.
auf Anwendervorgaben oder interne Normen beziehen.

Endprodukt- J-STD-001 Anforderungen an gel6tete elektrische und elektronische Baugruppen mit Darstellungen der
Richtlinie Minimalanforderungen der Abnahmekriterien fir Endprodukte. Enthalten sind ferner Methoden
fir die Bewertung (Testmethoden), Anforderungen an die Testhaufigkeit und Hinweise zu
Anforderungen an die Prozesskontrolle.

Abnahme-Richtlinie | IPC-A-610 Dokument mit bildhafter Darstellung zur Erlauterung der unterschiedlichen Charakteristika
der Leiterplatte und/oder Baugruppe. Gibt Hinweise zum erwilinschten Zustand der Produkte,
die Uber das Minimum der in den Endproduktnormen genannten Annahmekennwerte
hinausgehen. Stellt eine Reihe abweichender (Prozessindikator oder unzulassiger) Zustande
vor, um den Prozesstechnologen die Prozessbeurteilung zu erleichtern und Korrekturhinweise

zu geben.
Trainingsprogramme Dokumentierte Trainingsanforderungen zum Lehren und Lernen von Verfahrensregeln und
(optional) -techniken flr die Einfiihrung von Abnahmeanforderungen, die in Endprodukt-Richtlinien,
Abnahme-Richtlinien oder in Anwenderdokumentationen enthalten sind.
Nacharbeit und IPC-7711/ Dieses Dokument enthalt Prozessbeschreibungen zur Entfernung und zum Ersatz von
Reparatur 7721 Beschichtungen, Bauteilen, zur Reparatur der Létstoppmaske sowie zur Veranderung/

Reparatur des Laminatmaterials, von Leiterbahnen und durchmetallisierten Lochern.

IPC-AJ-820 ist ein unterstitzendes Dokument, welches Informationen bezuglich der Zielsetzungen des Inhalts
dieser Spezifikation bereit stellt und das technische Grundprinzip der Ubergange der Grenzen von der Zielwert- bis
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